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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或
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ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED 
(於開曼群島註冊成立之有限公司) 

(股份代號 : 0522) 
 

截至二零二一年九月三十日止三個月之 

第三季度未經審核業績公布 
 

 

首九個月的新增訂單總額、收入及盈利均創新高 
 

集團業績概覽 

(港幣百萬元) 
二零二一年 

第三季度 
按季 按年 

二零二一年 

首九個月 
按年 

新增訂單總額 1 
5,715.8 

(7.35 億美元 ) 
-21.9% +42.8% 

20,866.1 

(26.9 億美元 ) 
+80.3% 

收入 1 
6,232.7 

 (8.02 億美元) 
+20.4% +70.1% 

15,746.9 

 (20.3 億美元) 
+51.5% 

毛利率 1 (%) 40.6% -1 點子 +543 點子 40.3% +362 點子 

盈利 1, 2 1,003.7 +37.1% +480.6% 2,264.4 +333.9% 

盈利率 1, 2 (%) 16.1% +196 點子 +1,139 點子 14.4% +936 點子 

附註 
1 不包括物料分部的貢獻，該分部自二零二零年十二月二十九日起不再納入合併，並以權益法入賬 
2包括自二零二一年初開始的合營公司先進封裝材料國際有限公司(AAMI)的業績持份 
 

業務亮點 

 應對供應鏈挑戰下展現卓越的執行力 

 擴大先進封裝的客戶群 

 汽車終端市場的需求強勁 

 策略性收購汽車攝像頭主動校準領域的領導者 AEi 
 

財務概要: 二零二一年第三季度 

 收入創新高達港幣 62.3 億元(8.02 億美元)，超越預測上限 

 強勁的新增訂單總額為港幣 57.2 億元(7.35 億美元)，從高基數中適度放緩 

 盈利創新高*達港幣 10.0 億元 

  毛利率大幅提升，按年增加 543 點子 

(附註* ：與過往季度盈利比較，不包括二零一一年第一季度及二零二零年第四季度的一次性項目) 
 

財務概要: 二零二一年首九個月 

 收入創新高達港幣 157.5 億元(20.3 億美元) 

 新增訂單總額創新高達港幣 208.7 億元(26.9 億美元) 

 盈利創新高^達港幣 22.6 億元 

 每股盈利創新高^達港幣 5.49 元 

 於二零二一年九月三十日，強勁的未完成訂單總額為港幣 110.1 億元(14.1 億美元) 
(附註^ ：與過往首九個月的盈利及每股盈利比較，不包括二零一一年及二零一七年的一次性項目) 

 

預測 

 預測二零二一年第四季度的收入將介乎 7.2 億美元至 7.7 億美元之間 
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其他補充文件 

 新聞稿及投資者簡報可見：https://www.asmpacific.com/zh-tw/financial-results 

 

 

ASM Pacific Technology Limited 董事會欣然宣布截至二零二一年九月三十日止九個月之未經審核

業績如下： 
 

業績 
 

請注意，集團前物料分部的業績自二零二零年十二月二十九日起不再納入合併。由二零二一年第

一季度起，其收益將以權益法計入集團的業績。 

 

回顧 

 

集團回顧 
此回顧將集中於集團本年度首九個月的表現，接著是集團及其分部，即半導體解決方案分部 
(「SEMI」)及 SMT 解決方案分部(「SMT」)的最新財務狀況。 

 

應對供應鏈挑戰下展現卓越的執行力 

在全球環境因冠狀病毒病而受到限制、整個行業的半導體短缺以及供應鏈和物流出現瓶頸的情況

下，集團專注於兩個主要方面。 

 

第一方面，為確保對客戶付運時間表造成的影響減至最低，集團調整了其高度靈活的全球產能分

配能力，並顯著提高外判生產能力的比例以支持內部生產能力（運作接近最佳水平）。此產能調

整的行動使集團的付運量創新高。 

 

第二方面，集團透過維持主要電子及電器部件的策略性存貨水平，以及對一些關鍵部件進行現貨

採購，使集團得以增強其供應鏈的韌性。雖然這些行動無可避免地造成一些直接成本壓力，但集

團繼續盡可能對定價作策略性調整，以減輕其影響。 

 

 

擴大先進封裝（「AP」）的客戶群 

集團提供全面的 AP 解決方案支援客戶的各項需求，其中包括 2.5D、3D-IC、晶圓級扇入及扇出

封裝及系統封裝（「SiP」）工具。於二零二一年首九個月，其廣泛的客戶群（其中包括一級高
密度互連基板製造商、先進的邏輯集成設備製造商、外判半導體裝嵌及測試商（「OSAT」）以
及產品設計和晶圓代工公司）對集團 SEMI和 SMT 分部的 AP 工具作出龐大的資本投資。 

 

  

https://www.asmpacific.com/zh-tw/financial-results
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回顧(續) 
 

從更廣闊的角度來看，在數據主導的時代對高性能計算設備應用的要求不斷提高，正推動快速採

用具成本競爭力的異構整合流程（使用 AP 解決方案），以增強矽縮放前工序流程，這標誌著半

導體製造生態系統的增值活動由前工序轉至後工序。 

 

因此，集團預計 AP工具的潛在市場將從二零二一年的 16億美元逐漸擴大至二零二六年的 27億美
元，年均複合增長率（「CAGR」）為 11%。 
 

汽車終端市場的需求強勁 
在傳統和電動車市場的汽車客戶需求推動下，二零二一年首九個月的新增訂單總額按年顯著增

長。此強勁需求主要由於其 SEMI 和 SMT 中獨特且廣泛的產品組合，其中包括其獨有的汽車解決

方案。 

 

在更廣泛的層面上，汽車電動化（其中包括電動車）的發展浪潮不斷推進，持續推動對能源設

備、感應器、先進駕駛輔助系統（「ADAS」）計算系統和汽車鏡頭模組的龐大需求。 

 

因此，集團估計汽車領域的潛在市場將從二零二一年的 19 億美元擴大至二零二六年的 29 億美元
規模的市場，CAGR 為 9%。 
 

策略性收購 AEi 

於二零二一年九月三十日，集團與 Mycronic Group 簽訂協議，收購 Mycronic 之附屬公司

Automation Engineering, Inc.（「AEi」），並以全現金交易。AEi 被公認為汽車攝像頭主動校準市

場的實際領導者。 

 

收購 AEi 與集團於現有（汽車）市場以及新興相關市場的擴展計劃以實現持續盈利增長的策略一

致。同時，AEi 將能夠利用集團廣泛的全球銷售和履行服務網絡，尤其是在亞洲，加快把握新機

遇。 

 

完成交易需待符合慣常成交條件和獲得監管機構批准方可作實。 

 

集團財務回顧 

 

(港幣百萬元) 
二零二一年 

第三季度 
按季 按年 

二零二一年 

首九個月 
按年 

新增訂單總額 1 
5,715.8 

(7.35 億美元 ) 
-21.9% +42.8% 

20,866.1 
(26.9 億美元) 

+80.3% 

收入 1 
6,232.7 

(8.02 億美元) 
+20.4% +70.1% 

15,746.9 
(20.3 億美元) 

+51.5% 

毛利率 1 (%) 40.6% -1 點子 +543 點子 40.3% +362 點子 

盈利 1, 2 1,003.7 +37.1% +480.6% 2,264.4 +333.9% 

盈利率 1, 2 (%) 16.1% +196 點子 +1,139 點子 14.4% +936 點子 

附註 
1 不包括物料分部的貢獻，該分部自二零二零年十二月二十九日起不再納入合併，並以權益法入賬 
2包括自二零二一年初開始的合營公司 AAMI的業績持份 
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回顧(續) 
 

二零二一年首九個月集團財務回顧 
集團的首九個月收入創新高達港幣 157.5億元（20.3億美元），即按年激增 51.5%。此表現持續基

於以下因素支持： 

 

(i) 客戶對半導體自給自足及半導體供應鏈的韌性需求； 

(ii) 長期增長趨勢推動矽消耗量需求上升； 

(iii) 全球經濟復甦帶動終端市場廣泛需求增長，及 

(iv) 過去數年半導體資本設備投資不足。 

 

集團首九個月的新增訂單總額亦創新高達港幣 208.7億元（26.9億美元），按年增長 80.3%。集團

強勁的新增訂單總額亦推動集團於二零二一年九月三十日的未完成訂單總額飆升至港幣 110.1 億

元（14.1 億美元）及訂單對付運比率為 1.33。 

 

按收入貢獻計算，中國（包括香港）、歐洲、美洲、台灣及韓國為集團的首五大市場。 

 

集團毛利率達 40.3%，按年飆升 362點子。主要是由於集團 SEMI分部的收入貢獻相對較高，以及

集團的策略性措施所帶來的正面利潤增加效應所致。這些正面的利潤增長部分被集團主流工具較

高的產品組合、相對較高的外判生產部署比例以及加強半導體供應鏈韌性的相關成本所抵消。 

 

儘管如此，集團強勁的毛利率表現推動集團盈利（包括所佔合營公司 AAMI 的業績持份）升至紀

錄新高^達港幣 22.6 億元，按年增長 333.9%。 

 

集團的現金及銀行存款結存為港幣 44.9 億元（於二零二一年九月三十日）。 

 
附註^ ：與過往首九個月的盈利比較，不包括二零一一年及二零一七年的一次性項目 

 

二零二一年第三季度集團財務回顧 
集團的收入創新高，達港幣 62.3 億元（8.02 億美元），按年及按季分別增長 70.1%及 20.4%，超

越上一季度業績公布中收入預測上限，並打破二零二一年第二季度所創的紀錄。 

 

集團新增訂單總額為港幣 57.2 億元（7.35 億美元），與歷年第三季度的水平相比，仍處於高水

平，按年增長 42.8%，但按季則下降 21.9%，下降是由於第二季度的基數較高所致，亦符合以往

的季節性趨勢。 

 

集團的毛利率為 40.6%，按年大幅飆升 543 點子，按季則持平，推動盈利（包括所佔合營公司

AAMI 的業績持份）達港幣 10.0 億元，按年增長 480.6%。 
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回顧(續) 
 

半導體解決方案分部回顧 

 

(港幣百萬元) 
二零二一年 

第三季度 
按季 按年 

二零二一年 

首九個月 
按年 

新增訂單總額 
3,544.7 

(4.56 億美元) 
-17.5% +58.9% 

13,151.6 
(16.9 億美元) 

+105.5% 

收入 
3,547.7 

(4.56 億美元) 
+12.1% +85.3% 

9,416.9 
(12.1 億美元) 

+68.4% 

毛利率 (%) 43.6% -27 點子 +359 點子 43.8% +234 點子 

分部盈利 799.1 +17.3% +349.1% 2,031.7 +239.7% 

分部盈利率 (%) 22.5% +101 點子 +1,323 點子 21.6% +1,088 點子 

 

於二零二一年第三季度，此分部收入表現強勁，錄得港幣 35.5 億元（4.56 億美元），佔集團收入

的 56.9%，按年及按季分別激增 85.3%及 12.1%。增長乃歸因於各業務單位的特定因素： 

 

(i) 集成電路╱離散器件業務單位佔分部收入的大部分;付運以主流引線焊接機及固晶機所主

導，並實現強勁的按年增長。先進配置覆晶工具同樣錄得強勁按年增長。 

(ii) 光電業務單位中的顯示屏、一般照明及光子應用錄得按年及按季增長。尤其是用於先進顯

示屏（小型及微型 LED）市場的超精密配置工具為業務單位帶來令人鼓舞的貢獻。 

(iii) 儘管全球半導體供應限制及與冠狀病毒病相關的限制繼續廣泛影響智能手機製造價值鏈，

但 CIS 業務單位仍能實現連續按季增長，主要受其廣泛客戶群（其中包括領先的一線客

戶），尤其是支持提升高端智能手機生產活動的客戶所推動。 

 

此分部於本季度錄得強勁的新增訂單總額達港幣 35.4 億元（4.56 億美元），按年增加 58.9%，而

按季則下降 17.5%（主要受到高基數影響所致）。儘管如此，與歷年第三季度的水平相比，新增

訂單總額仍處於高水平。新增訂單總額由主流引線焊接機及固晶機主導，而先進配置覆晶工具按

年及按季均大幅增長。 

 

本季度的分部毛利率為 43.6%，按年增長 359 點子，按季則輕微下降 27 點子。毛利率按年增長乃

由於經營槓桿因高產量和高產能使用率所帶動的上升、工作團隊生產力提升、以及策略性措施所

帶來的正面利潤增加效應所致。上述增長部分被主流工具相對較高的產品組合、外判生產部署比

例相對較高以及與加強供應鏈韌性而產生的成本所抵銷。 

 

本季度分部盈利升至港幣 7.99 億元，按年增長 349.1%。 
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回顧(續) 
 

SMT 解決方案分部回顧 

 

(港幣百萬元) 
二零二一年 

第三季度 
按季 按年 

二零二一年 

首九個月 
按年 

新增訂單總額 
2,171.1 

(2.79 億美元) 
-28.3% +22.4% 

7,714.5 
(9.93 億美元) 

+49.2% 

收入 
2,685.0 

(3.45 億美元) 
+33.5% +53.4% 

6,330.0 
(8.15 億美元) 

+31.9% 

毛利率 (%) 36.6% +116 點子 +675 點子 35.1% +399 點子 

分部盈利 572.0 +82.0% +233.1% 1,051.4 +130.2% 

分部盈利率(%) 21.3% +568 點子 +1,149 點子 16.6% +710 點子 

 

於二零二一年第三季度，此分部錄得強勁的收入表現，達港幣 26.9 億元（3.45 億美元），佔集團

收入的 43.1%，按年及按季分別增長 53.4%及 33.5%。此分部強勁的收入表現主要基於以下因素： 

 

(i) 主流高端配置工具佔分部收入的大部分，推動強勁的季度增長； 

(ii) AP 工具，其中包括其 SiP 配置工具，在付運至服務可穿戴裝置和連接性裝置市場的客戶方

面實現了強勁按年增長，及 

(iii) 主流印刷工具錄得強勁按年增長。 

 

此分部於本季度的新增訂單總額為港幣 21.7 億元（2.79 億美元)，按年增長 22.4%，按季下降

28.3%，下降是由於高基數，但仍符合典型的季節性趨勢。值得注意的是，汽車和工業應用持續

強勁的訂單勢頭，而電腦終端市場應用的新增訂單總額亦錄得強勁的按季增長。 

 

本季度的分部毛利率為 36.6%，按年及按季分別飆升 675 點子及 116 點子。按年增長主要是經營

槓桿因產量及產能使用率增加而上升、有利的產品組合及策略性措施帶來正面利潤率影響。然

而，上述增長部分被為加強其供應鏈韌性而產生的成本所抵銷。 

 

本季度分部盈利增長至港幣 5.72 億元，按年增長 233.1%。 

 

 
前景 
 

半導體供應鏈出現瓶頸、電力供應限制及與疫情相關的干擾繼續影響更廣泛的市場。考慮到這些

因素及在強勁的未完成訂單總額支持下，集團預計二零二一年第四季度的收入將介乎 7.2 億美元

至 7.7 億美元。根據此預測收入的中位數，集團二零二一年全年收入估計將達約 28 億美元，按年

增長約 46%，並刷新集團紀錄。 
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財務概要 

 

簡明綜合損益表 

 
  截至九月三十日止三個月 截至九月三十日止九個月 

  二零二一年 二零二零年 二零二一年 二零二零年 

  港幣千元 港幣千元 港幣千元 港幣千元 

  (未經審核) (未經審核) (未經審核) (未經審核) 

 附註 (重列)  (重列) 

持續經營業務     

收入 2  6,232,746 3,665,234 15,746,900 10,390,744   

銷貨成本  (3,704,127) (2,377,167) (9,401,760) (6,579,976) 

毛利  2,528,619 1,288,067 6,345,140 3,810,768  

其他收益  56,384 37,563 111,630 91,692  

銷售及分銷費用  (463,336) (385,398) (1,316,749)  (1,113,213) 

一般及行政費用  (246,341) (221,278) (717,701)  (658,456) 

研究及發展支出  (520,755) (409,524) (1,410,943)  (1,188,579) 

其他收益及虧損  (5,814) (22,981) (23,101)  (46,953) 

其他支出  (63,545) (8,851) (70,896)  (80,684) 

財務費用  (28,400) (38,185) (88,318)  (117,414) 

合營公司業績持份  44,842 - 89,288 - 

除稅前盈利  1,301,654 239,413 2,918,350  697,161  

所得稅開支  (297,953) (66,547) (653,991)  (175,291) 

持續經營業務本期間盈利  1,003,701 172,866 2,264,359 521,870 

已終止經營業務      

已終止經營業務本期間盈利 3 - 61,034 - 102,812 

本期間盈利  1,003,701 233,900 2,264,359 624,682 

      

本公司持有人本期間應佔盈利     

 - 自持續經營業務  1,003,820 170,806 2,255,970 518,400 

 - 自已終止經營業務  - 61,034 - 102,812 

   1,003,820 231,840 2,255,970 621,212 

非控股權益本期間應佔(虧損)盈利     

 - 自持續經營業務  (119) 2,060 8,389 3,470 

本期間盈利 1,003,701 233,900 2,264,359 624,682 

  



第八頁(共十四頁) 

簡明綜合損益表 (續) 

 
  截至九月三十日止三個月 截至九月三十日止九個月 

  二零二一年 二零二零年 二零二一年 二零二零年 

  (未經審核) (未經審核) (未經審核) (未經審核) 

 附註 (重列)  (重列) 

每股盈利(自持續經營及 

 已終止經營業務) 4     

- 基本  港幣 2.45 元 港幣 0.57 元 港幣 5.49 元 港幣 1.52 元 

- 攤薄  港幣 2.44 元 港幣 0.57 元 港幣 5.48 元 港幣 1.52 元 

      

每股盈利(自持續經營業務) 4     

 - 基本  港幣 2.45 元 港幣 0.42 元 港幣 5.49 元 港幣 1.27 元 

 - 攤薄  港幣 2.44 元 港幣 0.42 元 港幣 5.48 元 港幣 1.26 元 

  



第九頁(共十四頁) 

簡明綜合損益及其他全面收益表 
 

 
  截至九月三十日止三個月 截至九月三十日止九個月 

  二零二一年 二零二零年 二零二一年 二零二零年 

  港幣千元 港幣千元 港幣千元 港幣千元 

  (未經審核) (未經審核) (未經審核) (未經審核) 

     

本期間盈利 1,003,701 233,900 2,264,359 624,682 

     

其他全面(支出)收益     

不會被重新分類至損益的項目:     

-其他全面收益以公平價值列賬的權益

性工具投資之公平價值減值淨額 - - (49,735) - 

     

其後可能會被重新分類至損益的項目:     

- 換算海外營運公司匯兌差額     

- 附屬公司 (96,049) 279,750 (198,202) 127,444 

- 合營公司 1,221 - 2,992 - 

- 被指定對沖現金流的對沖工具之公平

價值收益(減值) 6,892 (12,173) 19,229 (50,827) 

 (87,936) 267,577 (175,981) 76,617 

本期間其他全面(支出)收益 (87,936) 267,577 (225,716) 76,617 

本期間全面收益總額  915,765 501,477 2,038,643 701,299 

     

以下各方本期間應佔全面收益(支出)總額：    

本公司持有人  916,112 495,297 2,033,321 694,312 

非控股權益  (347) 6,180 5,322 6,987 

  915,765 501,477 2,038,643 701,299 

  



第十頁(共十四頁) 

附註： 
 

1. 主要會計政策 

 

本財務概要乃按歷史成本基準編製，唯衍生金融工具、其他投資（分類為透過其他全面收益

以公平價值列賬（「FVTOCI」）之權益性工具）及於各報告期期末按公平價值計量之若干金

融負債除外。歷史成本一般是根據商品及服務交換代價的公平價值。 

 

2. 分部資料 

 

本集團有兩個（二零二零年:三個）經營分部：開發、生產及銷售（1）半導體解決方案及

（2）表面貼裝技術解決方案。他們代表由集團製造的兩個（二零二零年: 三個）主要產品系

列。於二零二零年十二月二十八日，本集團已完成被視作出售物料業務。這代表自二零二零

年十二月二十九日起，有關物料業務的經營分部已終止（附註第3項有更詳細的描述）。因

此，本附註中報告的分部資料並不包括已終止經營的物料業務的任何金額。本附註中的比較

數據已重列以符合本期間之陳述。 
 

  



第十一頁(共十四頁) 

2. 分部資料(續) 

 

本集團以可報告之經營分部分析收入和業績如下： 

 

 截至九月三十日止三個月 截至九月三十日止九個月 

 二零二一年 二零二零年 二零二一年 二零二零年 

 港幣千元 港幣千元 港幣千元 港幣千元 

持續經營業務 (未經審核) (未經審核) (未經審核) (未經審核) 

對外客戶分部收入  (重列)  (重列) 

 半導體解決方案 3,547,706 1,914,521 9,416,898 5,590,724 

 表面貼裝技術解決方案 2,685,040 1,750,713 6,330,002 4,800,020 

 6,232,746 3,665,234 15,746,900 10,390,744 

     

分部盈利     

 半導體解決方案 799,061 177,920 2,031,725 598,122 

 表面貼裝技術解決方案 571,961 171,724 1,051,438 456,703 

 1,371,022 349,644 3,083,163 1,054,825 

利息收入 2,429 7,610 6,343 18,028 

財務費用 (28,400) (38,185) (88,318) (117,414) 

未分配其他收益及其他虧損 1,884 (3,854) 3,102 (6,122) 

未分配外幣淨匯兌收益(虧損)及   

外幣遠期合約的公平價值變動 20,762  (26,666) 38,985 (49,959) 

未分配一般及行政費用 (47,340)  (40,285) (143,317) (121,513) 

合營公司業績持份 44,842 -               89,288 - 

其他支出 (63,545)  (8,851) (70,896) (80,684) 

除稅前盈利 1,301,654 239,413 2,918,350 697,161 

     

分部盈利之百分比     

 半導體解決方案 22.5% 9.3% 21.6% 10.7% 

 表面貼裝技術解決方案 21.3% 9.8% 16.6% 9.5% 

 

 

  



第十二頁(共十四頁) 

3. 已終止經營業務 

 

於二零二零年七月二十八日，本集團與獨立第三方訂立認購協議（「認購協議」）。據此，

本公司的全資附屬公司先進封裝材料國際有限公司（「AAMI」）（前稱 ASM Materials 

Hong Kong Limited），應在滿足認購協議所規定的成交條件的前提下，向投資方發行新股，

使投資方擁有 AAMI 擴大發行後總股份的 55.56%（「交易」）。AAMI 及其附屬公司負責

經營集團的物料業務。 

 

該交易於二零二零年十二月二十八日完成，該日期為本集團對 AAMI 實施控制的最後日期。

本集團的物料業務被視作已終止經營。 

 

本期間已終止經營物料業務之收入及盈利列載如下。於簡明綜合損益表中的比較數據已重列

以呈現物料業務為已終止經營業務。 

 

 截至九月三十日止三個月 截至九月三十日止九個月 

 二零二一年 二零二零年 二零二一年 二零二零年 

 港幣千元 港幣千元 港幣千元 港幣千元 

 (未經審核) (未經審核) (未經審核) (未經審核) 

期間物料業務的收入 - 602,541 - 1,578,568 

期間物料業務的盈利 - 61,034 - 102,812 

 

  



第十三頁(共十四頁) 

4. 每股盈利 

 

自持續經營業務 

 

本公司持有人應佔每股基本及攤薄盈利乃根據下列數據計算: 

 

 截至九月三十日止三個月 截至九月三十日止九個月 

 二零二一年 二零二零年 二零二一年 二零二零年 

 港幣千元 港幣千元 港幣千元 港幣千元 

 (未經審核) (未經審核) (未經審核) (未經審核) 

  (重列)  (重列) 

本公司持有人應佔之本期間盈利

(自持續經營及已終止經營業務) 1,003,820 231,840 2,255,970 621,212 

減:已終止經營業務之本期間盈利 - (61,034) - (102,812) 

計算持續經營業務每股基本及攤薄

盈利之盈利 1,003,820 170,806 2,255,970 518,400 

 

 截至九月三十日止三個月 截至九月三十日止九個月 

 二零二一年 二零二零年 二零二一年 二零二零年 

 股份數量 股份數量 

 (以千位計) (以千位計) 

 (未經審核) (未經審核) (未經審核) (未經審核) 

計算每股基本盈利之普通股加權平

均股數 410,521 408,565 410,604 408,721 

潛在攤薄影響之股數：     

- 僱員股份奬勵計劃 1,626 1,731 1,166 1,180 

計算每股攤薄盈利之普通股加權平

均股數 412,147 410,296 411,770 409,901 

 

自已終止經營業務 

 

截至二零二零年九月三十日止三個月，根據上文詳述的已終止經營業務的本期間盈利為港幣

61,034,000 元及分母而計算的每股基本及攤薄盈利，已終止經營業務的每股基本盈利及每股

攤薄盈利均為每股港幣 0.15 元。 

 

截至二零二零年九月三十日止九個月，根據上文詳述的已終止經營業務的本期間盈利為港幣

102,812,000 元及分母而計算的每股基本及攤薄盈利，已終止經營業務的每股基本盈利及每股

攤薄盈利均為每股港幣 0.25 元。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第十四頁(共十四頁) 

財務報表審閱 
 

審核委員會已審閱集團截至二零二一年九月三十日止九個月期間未經審核的簡明綜合財務報表。 

 
董事會 
 

於本公告日期，本公司董事會成員包括獨立非執行董事：Orasa Livasiri 小姐（主席）、樂錦壯

先生、黃漢儀先生及鄧冠雄先生；非執行董事：盧鈺霖先生及 Paulus Antonius Henricus Verhagen 

先生；執行董事：黃梓达先生、Guenter Walter Lauber 先生及周珮芬女士。    
               

 

承董事會命 

董事 

黃梓达 
 

                                                                       

香港，二零二一年十月二十六日 


